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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に電子部品を実装する部品実装装置において、
　基板を搬送する基板搬送ユニットと、
　前記基板搬送ユニットにより搬送された基板の縁部を支持するバックアップツールと、
　前記基板を挟んで前記バックアップツールに対向して設けられ前記基板の縁部に電子部
品を圧着する圧着ツールとを備え、
　前記基板搬送ユニットは、搬送ステージと、この搬送ステージの縁部に設けられ前記基
板の下面を吸着する複数の吸着パッドと、当該吸着パッドと別体を構成し、前記搬送ステ
ージの縁部に設けられ前記吸着パッドと協働して前記基板の下面を支持する複数の支持部
とを有し、
　吸着パッドによる下方向への吸着力と支持部による上方向への反力とによって、基板の
変形を矯正するとともに、支持部の上端の高さを基準として基板の高さを均一に保つこと
を特徴とする部品実装装置。
【請求項２】
　前記吸着パッドおよび前記支持部は各々、前記搬送ステージに対する前記吸着パッドお
よび前記支持部の高さを調整するための機構を個別に有することを特徴とする請求項１に
記載の部品実装装置。
【請求項３】
　支持部は、金属を有することを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の部品実
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装装置。
【請求項４】
　基板上に電子部品を実装する部品実装方法において、
　搬送ステージに設けられた複数の吸着パッドと複数の支持部とにより当該搬送ステージ
上で基板を支持する工程と、
　前記搬送ステージ上で支持された前記基板の変形状態を測定する工程と、
　測定された前記基板の変形状態に応じて、前記吸着パッドの吸着力、前記搬送ステージ
上での前記吸着パッドの取付位置、前記搬送ステージ上での前記支持部の取付位置、およ
び前記支持部の高さのうちの少なくとも一つを調整する工程と、
　前記搬送ステージを移動させることにより、前記搬送ステージ上で支持されている前記
基板を実装位置へ搬送する工程と、
　前記実装位置へ搬送された前記基板上に部品を実装する工程とを含み、
　前記搬送ステージ上で基板を支持する工程において、搬送ステージの縁部に設けられ前
記基板の下面を吸着する複数の吸着パッドと、当該吸着パッドと別体を構成し、前記搬送
ステージの縁部に設けられ前記吸着パッドと協働して前記基板の下面を支持する複数の支
持部と、によって前記基板が支持され、
　吸着パッドによる下方向への吸着力と支持部による上方向への反力とによって、基板の
変形が矯正されるとともに、支持部の上端の高さを基準として基板の高さが均一に保たれ
ることを特徴とする部品実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に部品を実装する部品実装装置および部品実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、液晶パネル等のフラットパネルディスプレイを製造するための部品実装装置
として、ガラス基板上にフィルム状の電子部品（以下「フィルム電子部品」という）を実
装する部品実装装置が知られている。
【０００３】
　このような部品実装装置においては、基板搬送ユニットにより搬送されたガラス基板と
、部品搬送ユニットにより搬送されたフィルム電子部品との相対的な位置関係を撮像装置
および画像処理装置を用いて認識し、その認識された位置データに基づいて、ガラス基板
の縁部の所定位置にフィルム電子部品を位置決めする。その後、バックアップツールによ
りガラス基板の縁部を下面側から支持した状態で、圧着ツールによりガラス基板の縁部に
異方性導電膜等の接続部材を介してフィルム電子部品を実装する。
【０００４】
　ところで、このようにしてフィルム電子部品が実装されるガラス基板は大型化する傾向
にあり、その結果として、反り等の変形が生じやすくなっている。なお、このような変形
が生じている状態でガラス基板の縁部がバックアップツールにより支持されると、圧着ツ
ールによりガラス基板の縁部にフィルム電子部品を実装した際に、ガラス基板上でフィル
ム電子部品のすべり等が生じてガラス基板に対するフィルム電子部品の実装精度が著しく
低下する。
【０００５】
　このため、従来においては、ガラス基板の縁部にフィルム電子部品を実装するのに先立
ち、矯正ユニットによりガラス基板の反りを矯正する方法が提案されている。
【０００６】
　図７はこのような方法を実現する部品実装装置を示す図である。図７に示すように、ガ
ラス基板３１は基板搬送ユニット６０により実装位置へ搬送される。ガラス基板３１が実
装位置へ搬送されると、バックアップツール６３が上昇し、ガラス基板３１の縁部を下面
側から支持する。その後、矯正ユニット６５が下降し、バックアップツール６３により支
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持されたガラス基板３１を下方へ押し付けてガラス基板３１の縁部の反りを矯正する。そ
して最終的に、圧着ツール６４が下降し、矯正ユニット６５により矯正されたガラス基板
３１の縁部に異方性導電膜等の接続部材３３を介してフィルム電子部品３２を実装する。
なお、基板搬送ユニット６０の搬送ステージ６１にはガラス基板３１の下面を吸着して保
持する上下に伸縮可能な複数の吸着パッド６２が設けられている。
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の方法では、矯正ユニット６５の押付け位置および押付け
力の制約から、ガラス基板３１に生じる大きな反りや局所的な反り等を十分に矯正するこ
とができないという問題がある（図８参照）。
【０００８】
　また、上述した従来の方法では、基板搬送ユニット６０の複数の吸着パッド６２により
ガラス基板３１を保持するので、矯正ユニット６５によりガラス基板３１を押し付けた際
にガラス基板３１と搬送ステージ６１との相対的な位置関係が変化しやすく、ガラス基板
３１に対するフィルム電子部品３２の実装精度が低下しやすいという問題がある。
【０００９】
　さらに、上述した従来の方法では、ガラス基板３１の縁部にフィルム電子部品３２を実
装する度に矯正ユニット６５を駆動しなければならないので、最終製品のスループットが
低下するという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、ガラス基板等の基板に対してフ
ィルム電子部品等の部品を精度良くかつ効率的に実装することができる部品実装装置およ
び部品実装方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、基板上に電子部品を実装する部品実装装置において、基板を搬送する基板搬送
ユニットと、前記基板搬送ユニットにより搬送された基板の縁部を支持するバックアップ
ツールと、前記基板を挟んで前記バックアップツールに対向して設けられ前記基板の縁部
に電子部品を圧着する圧着ツールとを備え、前記基板搬送ユニットは、搬送ステージと、
この搬送ステージの縁部に設けられ前記基板の下面を吸着する複数の吸着パッドと、前記
搬送ステージの縁部に設けられ前記吸着パッドと協働して前記基板の下面を支持する複数
の支持部とを有し、前記吸着ヘッドおよび前記支持部は各々、前記搬送ステージに対する
前記吸着パッドおよび前記支持部の高さを調整するための機構を個別に有することを特徴
とする。
【００１２】
　また、本発明は、基板上に電子部品を実装する部品実装装置において、基板を搬送する
基板搬送ユニットと、前記基板搬送ユニットにより搬送された基板の縁部を支持するバッ
クアップツールと、前記基板を挟んで前記バックアップツールに対向して設けられ前記基
板の縁部に電子部品を圧着する圧着ツールとを備え、前記基板搬送ユニットは、搬送ステ
ージと、この搬送ステージの縁部に設けられ前記基板の下面を吸着する複数の吸着パッド
と、この吸着パッドと別体を構成し、前記搬送ステージの縁部に設けられ前記吸着パッド
と協働して前記基板の下面を支持する複数の支持部とを有し、前記吸着パッドによる下方
向への吸着力と前記支持部による上方向への反力とによって、前記基板の変形を矯正する
とともに、前記支持部の上端の高さを基準として前記基板の高さを均一に保つことを特徴
とする。
なお、前記支持部は金属を有することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明は、基板上に電子部品を実装する部品実装方法において、搬送ステージに
設けられた複数の吸着パッドと複数の支持部とにより当該搬送ステージ上で基板を支持す
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る工程と、前記搬送ステージ上で支持された前記基板の変形状態を測定する工程と、測定
された前記基板の変形状態に応じて、前記吸着パッドの吸着力の調整、前記搬送ステージ
上での前記吸着パッドの取付位置の調整、前記搬送ステージ上での前記支持部の取付位置
の調整、および前記吸着ヘッドおよび前記支持部に個別に設けられた高さ調整機構により
行なう調整、のうちの少なくとも一つを行う工程と、前記搬送ステージを移動させること
により、前記搬送ステージ上で支持されている前記基板を実装位置へ搬送する工程と、前
記実装位置へ搬送された前記基板上に部品を実装する工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、搬送ステージの縁部に吸着パッドと支持部とを複数設け、吸着パッド
による下方向への吸着力と支持部による上方向への反力とにより基板に生じた反り等の変
形を矯正するようにしているので、基板に生じる大きな反りや局所的な反り等を効果的に
矯正することができるとともに、支持部の上端の高さを基準として基板の高さを均一に保
つことができ、このため基板に対して部品を精度良くかつ効率的に実装することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１６】
　まず、図４Ａおよび図４Ｂにより、本発明による部品実装装置の全体構成について説明
する。
【００１７】
　図４Ａおよび図４Ｂに示すように、部品実装装置１は、ガラス基板３１上にフィルム電
子部品３２を実装するためのものであり、圧着ツール２４と、圧着ツール２４を移送する
移送機構４１とを備え、圧着ツール２４に吸着されたフィルム電子部品３２をガラス基板
３１上に実装することができるようになっている。なお、移送機構４１は、圧着ツール２
４を上下方向（Ｚ方向）に移動させるＺ方向移動装置４２と、圧着ツール２４をＺ方向移
動装置４２とともに水平方向（Ｙ方向）に移動させるＹ方向移動装置４３とを有し、圧着
ツール２４により吸着されたフィルム電子部品３２を部品受け渡し位置Ｔから部品実装位
置Ｂ（ガラス基板３１の縁部）まで移送することができるようになっている。
【００１８】
　ここで、フィルム電子部品３２は、トレイや打ち抜き機構等からなる部品供給装置４４
から供給され、部品取り出し機構４５により中間ステージ４９まで移送される。また、部
品取り出し機構４５は、フィルム電子部品３２を吸着する吸着ノズル４６と、吸着ノズル
４６をＺ方向に移動させるＺ方向移動装置４７と、吸着ノズル４６をＺ方向移送装置４７
とともにＹ方向に移動させるＹ方向移動装置４８とを有している。また、中間ステージ４
９は、フィルム電子部品３２を載置する載置台５０と、載置台５０を水平方向（Ｘ方向）
に移動させるＸ方向移動装置５１とを有している。
【００１９】
　なお、上述した部品供給機構４４、部品取出機構４５、中間ステージ４９、移送機構４
１および部品圧着ツール２４等により部品搬送ユニットが構成されている。
【００２０】
　一方、フィルム電子部品３２が実装されるガラス基板３１は、基板搬送ユニット１０に
より搬送される。なお、基板搬送ユニット１０は、搬送ステージ１１と、搬送ステージ１
１をＸ方向、Ｙ方向およびθ方向に移動させるＸテーブル５４、Ｙテーブル５５およびθ
テーブル５６とを有している。なお、部品実装位置Ｂには、部品実装位置Ｂに位置付けら
れた圧着ツール２４と対向するようにバックアップツール２３が設けられており、圧着ツ
ール２４によりフィルム電子部品３２がガラス基板３１上に実装されるときに、基板搬送
ユニット１０により部品実装位置Ｂに搬送されたガラス基板３１の縁部を下面側から支持
するようになっている。また、部品実装位置Ｂには、ガラス基板３１とフィルム電子部品
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３２とを撮像する撮像装置３５が設けられている。なお、バックアップツール２３は、撮
像装置３５によりガラス基板３１とフィルム電子部品３２とが撮像されるときにはその視
野から待避するようになっている。ここで、ガラス基板３１およびフィルム電子部品３２
にはそれぞれ位置決め用マークが設けられており、これらの位置決め用マークを含む撮像
領域が撮像装置３５により撮像される。撮像装置３５により撮像された撮像結果は画像処
理装置（図示せず）により処理され、ガラス基板３１およびフィルム電子部品３２の位置
が認識される。
【００２１】
　次に、図１、図２Ａおよび図２Ｂにより、図１に示す基板搬送ユニット１０の詳細につ
いて説明する。
【００２２】
　図１、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、基板搬送ユニット１０は、搬送ステージ１１
と、搬送ステージ１１の縁部に沿って設けられガラス基板３１の下面を吸着する複数の吸
着パッド１２と、搬送ステージ１１の縁部に沿って設けられ吸着パッド１２と協働してガ
ラス基板３１の下面を支持する複数の支柱（支持部）１３とを有している。
【００２３】
　ここで、搬送ステージ１１は、ガラス基板３１と略同一の形状でかつガラス基板３１よ
りも若干小さい大きさに形成される。なお、搬送ステージ１１の大きさは、ガラス基板３
１の縁部をバックアップツール２３と圧着ツール２４との間に挿入する際に、これらバッ
クアップツール２３および圧着ツール２４に搬送ステージ１１が干渉することのない程度
のものとすることが好ましい。また、搬送ステージ１１は、金属や樹脂等の材料から形成
されることが好ましい。
【００２４】
　また、吸着パッド１２および支柱１３は搬送ステージ１１の縁部に沿って交互に配置さ
れる。なお、支柱１３は、図１、図２Ａおよび図２Ｂに示すような円柱状の他、角柱状や
半球状等の種々の形状をとることができる。また、支柱１３は、容易に変形しない材料（
例えば金属等）で形成されることが好ましい。
【００２５】
　なお、搬送ステージ１１にはその縁部に沿ってスライド溝１１ａが設けられており、こ
のスライド溝１１ａに沿って吸着パッド１２および支柱１３を移動させることにより、ガ
ラス基板３１の変形状態に応じて吸着パッド１２および支柱１３の取付位置を調整するこ
とができるようになっている。
【００２６】
　また、基板搬送ユニット１０に関連して、基板搬送ユニット１０により搬送されるガラ
ス基板３１の変形状態を測定する測定器２１と、測定器２１による測定結果に基づいて基
板搬送ユニット１０の吸着パッド１２の吸着力を制御する制御装置２２とが設けられてい
る。測定器２１はガラス基板３１の縁部に沿って移動自在に支持されており、その移動中
の所定位置において測定器２１とガラス基板３１との距離が測定されるようになっている
。なお、測定器２１としては、レーザ光の反射等を利用して距離を測定するレーザ変位計
等を用いることができる。
【００２７】
　基板搬送ユニット１０の吸着パッド１２はそれぞれ、圧力調整器３９および電磁切替え
弁４０を介して真空源３８に接続されており、測定器２１による測定結果（ガラス基板３
１の変形状態）に応じて制御装置２２により圧力調整器３９および電磁切替え弁４０を制
御することにより、吸着パッド１２の吸着力を個々に調整することができるようになって
いる。なお、真空源３８、圧力調整器３９、電磁切替え弁４０により吸着力調整機構が構
成されている。
【００２８】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。
【００２９】
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　図４Ａおよび図４Ｂにおいて、フィルム電子部品３２が部品供給装置４４から供給され
、部品取り出し機構４５により中間ステージ４９まで移送される。ここで、部品取り出し
機構４５は、吸着ノズル４６によりフィルム電子部品３２を吸着した後、Ｚ方向移送装置
４７およびＹ方向移動装置４８により吸着ノズル４６をＺ方向およびＹ方向に移動させ、
吸着ノズル４６に吸着されたフィルム電子部品３２を中間ステージ４９の載置台５０まで
移送する。
【００３０】
　その後、中間ステージ４９は、Ｘ方向移動装置５１により載置台５０をＸ方向に移動さ
せ、載置台５０上に載置されたフィルム電子部品３２を部品受け渡し位置Ｔまで移送する
。
【００３１】
　この状態で、移送機構４１は、Ｚ方向移動装置４２およびＹ方向移動装置４３により、
圧着ツール２４をＺ方向およびＹ方向に移動させ、部品受け渡し位置Ｔにて、圧着ツール
２４により中間ステージ４９の載置台５０上に載置されたフィルム電子部品３２を吸着し
た後、圧着ツール２４により吸着されたフィルム電子部品３２を部品受け渡し位置Ｔから
部品実装位置Ｂ（ガラス基板３１の縁部）まで移送する。
【００３２】
　一方、基板搬送ユニット１０においては、図１に示すように、ガラス基板３１を搬送ス
テージ１１の吸着パッド１２および支柱１３により支持した状態で、測定器２１をガラス
基板３１の縁部に沿って移動し、その移動中の所定位置（例えば、吸着パッド１２および
支柱１３の取付位置に対応する位置）において、測定器２１とガラス基板３１との距離を
測定する。ここで、測定器２１による測定結果は制御装置２２に送られ、制御装置２２に
おいて、その測定結果に基づいてガラス基板３１の変形状態が求められ、これに基づいて
圧力調整器３９および電磁切替え弁４０を制御することにより基板搬送ユニット１０の吸
着パッド１２の吸着力が調整される。例えば、制御装置２２は、測定位置ごとに測定され
た測定値の中で最も大きい測定値を基準とし、測定位置ごとに、その測定位置での測定値
と基準とした測定値とを比較してその差を求め、その差が大きければ大きい程吸着パッド
１２の吸着力が大きくなるように圧力調整器３９を制御する。ここで、基準とした測定値
との差に応じた吸着力の大きさ（圧力調整器３９の制御量）はあらかじめ実験等により測
定しておき、制御装置２２に設定しておくとよい。
【００３３】
　具体的には例えば、ガラス基板３１の全体に亘って等間隔の局所的な反りが生じている
場合（図３Ａの仮想線参照）には、全ての吸着パッド１２に対して同一の吸着力（図３Ａ
の矢印参照）を作用させる。これにより、基板搬送ユニット１０により搬送されるガラス
基板３１は、吸着パッド１２による下方向への吸着力と支柱１３による上方向への反力と
を受けることとなり、ガラス基板３１の局所的な反りが矯正されるとともに、支柱１３の
上端の高さを基準としてガラス基板３１の高さが均一に保たれる（図３Ａの実線参照）。
【００３４】
　なお、ガラス基板３１の縁部全体にわたり大きな反りが生じている場合（図３Ｂの仮想
線参照）には、吸着パッド１２に対してガラス基板３１の端部から中央部に向かうにつれ
て増加するような吸着力（図３Ｂの矢印参照）を作用させる。これにより、基板搬送ユニ
ット１０により搬送されるガラス基板３１は、反りの大きい中央部にて反りの小さい端部
よりも大きな吸着力を受けることとなり、ガラス基板３１の大きな反りが効果的に矯正さ
れる（図３Ｂの実線参照）。
【００３５】
　また、ガラス基板３１の全体に亘って等間隔でない局所的な反りが生じている場合（図
３Ｃの仮想線参照）には、吸着パッド１２および支柱１３の取付位置を反りの大きさおよ
び位置に応じて変更した後（図３Ｃ参照）、吸着パッド１２に対して吸着力（図３Ｃの矢
印参照）を作用させる。これにより、基板搬送ユニット１０により搬送されるガラス基板
３１は、反りの生じている部分で下方向への吸着力を受けることとなり、ガラス基板３１
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の局所的な反りが効果的に矯正される（図３Ｃの実線参照）。
【００３６】
　なお、このようにして反りが矯正されたガラス基板３１は基板搬送ユニット１０により
部品実装位置Ｂへ搬送される。そして、このようにして基板搬送ユニット１０により搬送
されたガラス基板３１と、移送機構４１により圧着ツール２４により吸着された状態で搬
送されたフィルム電子部品３２とを位置合わせするため、撮像装置および画像処理装置を
用いてその相対的な位置関係を認識し、その認識された位置データに基づいて、ガラス基
板３１の縁部の所定位置にフィルム電子部品３２を位置決めする。
【００３７】
　その後、このようにして認識された位置データに基づいて、移送機構４１のＺ方向移動
装置４２およびＹ方向移動装置４３により圧着ツール２４を移動させ、または基板搬送ユ
ニット１０のＸテーブル５４、Ｙテーブル５５およびθテーブル５６により搬送ステージ
１１を移動させることにより、圧着ツール２４に吸着されたフィルム電子部品３２のガラ
ス基板３１に対する位置合わせを行う。
【００３８】
　そして最終的に、バックアップツール２３によりガラス基板３１の縁部を下面側から支
持した状態で、圧着ツール２４に吸着されたフィルム電子部品３２をガラス基板３１に対
して押圧し、異方性導電膜等の接続部材（図示せず）を介してガラス基板３１上にフィル
ム電子部品３２を仮付けする。なお、このようにしてガラス基板３１上に仮付けされたフ
ィルム電子部品３２は、加熱・加圧ユニット（図示せず）により本圧着される。
【００３９】
　このように本実施の形態によれば、搬送ステージ１１の縁部に吸着パッド１２と支柱１
３とを複数設け、吸着パッド１２による下方向への吸着力と支柱１３による上方向への反
力とによりガラス基板３１に生じた反り等の変形を矯正するようにしているので、ガラス
基板３１に生じる大きな反りや局所的な反り等を効果的に矯正することができるとともに
、支柱１３の上端の高さを基準としてガラス基板３１の高さを均一に保つことができる。
このため、ガラス基板３１に対してフィルム電子部品３２を精度良く実装することができ
る。また、従来必要とされていた矯正ユニットによる矯正動作が不要となることから、最
終製品のスループットが向上し、ガラス基板３１に対してフィルム電子部品３２を効率的
に実装することができる。
【００４０】
　また本実施の形態によれば、吸着パッド１２の吸着力や、吸着パッド１２および支柱１
３の取付位置を調整することができるので、ガラス基板３１の変形状態に応じてその反り
等の変形を適切に矯正することができる。また、測定器２１によりガラス基板３１の変形
状態を測定し、その測定結果に基づいて吸着パッド１２の吸着力を制御するので、ガラス
基板３１の反り等を自動的に矯正することができる。
【００４１】
　さらに本実施の形態によれば、搬送ステージ１１をガラス基板３１よりも若干小さい大
きさの平板状に形成し、その縁部に沿って吸着パッド１２および支柱１３を配置したので
、ガラス基板３１の縁部近傍の位置が支柱１３で支えられることとなる。その結果、ガラ
ス基板３１における支柱１３の配列位置よりも外側に張り出す部分の長さが必要以上に大
きくなることが防止でき、ガラス基板３１の縁部が自重により下側に湾曲する（垂れる）
ことを効果的に防止することができる。
【００４２】
　なお、上述した実施の形態においては、圧力調整器３９および電磁切替え弁４０により
真空源３８での吸引力を調整することにより吸着パッド１２の吸着力を調整するようにし
ているが、これに限らず、径の異なる吸着パッドを付け替えること等により吸着パッドの
吸着力を調整するようにしてもよい。
【００４３】
　また、上述した実施の形態においては、搬送ステージ１１の縁部に設けられたスライド
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溝１１ａを用いて吸着パッド１２および支柱１３の取付位置を調整するようにしているが
、これに限らず、搬送ステージ１１上に吸着パッド１２または支柱１３の取付用の孔を複
数設けておき、その任意の孔に吸着パッド１２または支柱１３を埋設することにより吸着
パッド１２および支柱１３の取付位置を調整するようにしてもよい。なお、吸着パッド１
２および支柱１３をスライド溝１１ａに沿って移動させるための駆動機構を設けるように
すれば、測定器２１による測定結果に基づいて制御装置２２により吸着パッド１２および
支柱１３の取付位置を自動的に調整することも可能である。
【００４４】
　さらに、上述した実施の形態においては、搬送ステージ１１に対して吸着パッド１２お
よび支柱１３を固定的に取り付けているが、これに限らず、吸着パッド１２および支柱１
３の搬送ステージ１１に対する取付け部分にねじを切り（図２Ｂの符号１４参照）、吸着
パッド１２および支柱１３の回転に応じてその上下方向の高さを調整できるようにしても
よい。このようにして、吸着パッド１２および支柱１３の高さを搬送ステージ１１に対し
て調整できるようにすることにより、搬送ステージ１１の加工精度や熱変形等の影響を受
けることなく、ガラス基板３１の反りを良好に矯正することが可能となる。すなわち、搬
送ステージ１１は、材質を金属または樹脂とし、ガラス基板３１よりも若干小さい大きさ
の平板状に形成されている。そこで、ガラス基板３１が大型化すると搬送ステージ１１も
それに応じて大型化されることとなる。しかし、このような大型の金属板または樹脂板を
平坦かつ精度良く加工することは困難であり、搬送ステージ１１は歪を有していることが
ある。また、仮に平坦に加工できたとしても、搬送ステージ１１をＸＹテーブル等の他の
部材に固定する際に、他の部材の組み付け精度の影響を受けて歪みを生じることがある。
このような場合であっても、吸着パッド１２および支柱１３の高さを搬送ステージ１１に
対して調整できるようにすると、上述したような搬送ステージ１１の歪に関係なく、吸着
パッド１２および支柱１３の上端の高さを均一に設定することができ、その結果、ガラス
基板３１の反りを良好に矯正することができる。また、吸着パッド１２および支柱１３を
上下方向に移動させるためのスライド機構および固定機構を設けることにより、その上下
方向の高さを調整するようにしてもよい。なお、吸着パッド１２および支柱１３を上下方
向に移動させるための駆動機構を設けるようにすれば、測定器２１による測定結果に基づ
いて制御装置２２により吸着パッド１２および支柱１３の上下方向の高さを自動的に調整
することも可能である。
【００４５】
　さらに、上述した実施の形態においては、吸着パッド１２および支柱１３を搬送ステー
ジ１１の縁部に沿って移動できるようにしたが、縁部に沿う方向に加え、縁部に沿う方向
と直交する方向にもスライドできるように構成してもよい。このようにすることにより、
ガラス基板３１の厚さの違い等に起因する曲げ方向の強度の大きさに応じて搬送ステージ
１１の縁部に対する吸着パッド１２および支柱１３の配列位置を調整することが可能とな
り、曲げ方向の強度が異なる複数のガラス基板３１を、反りを良好に矯正しつつ、縁部の
垂れを効果的に除去することができる最適な位置で吸着および支持することができる。
【００４６】
　さらに、上述した実施の形態においては、搬送ステージ１１上にて吸着パッド１２と支
柱１３とを交互に配置しているが、これに限らず、搬送ステージ１１上にて所定の間隔で
配置された吸着パッド１２のそれぞれに対して所定の関係（例えば１対１の関係）で支柱
１３を配置するようにしてもよい。具体的には例えば、図５に示すように、基板搬送ユニ
ット１０の搬送ステージ１１の縁部に沿って複数の吸着パッド１２を設け、それぞれの吸
着パッド１２に対して縁部側で隣接する位置（図５に破線で示す位置）、あるいは縁部と
は反対側で隣接する位置（図５に実線で示す位置）に支柱１３を設けるようにしたり、図
６に示すように、搬送ステージ１１の縁部に沿って円筒状の支柱１３を複数配置し、この
支柱１３内に吸着パッド１２を設けるようにすることができる。このような場合にも、ガ
ラス基板３１の変形状態に応じて、吸着パッド１２の吸着力や、吸着パッド１２および支
柱１３の取付位置等を調整したり、ガラス基板３１の反りの大きさに応じて、支柱１３の
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【００４７】
　さらに、上述した実施の形態においては、測定器２１としてレーザ変位計等の非接触式
のセンサを用いているが、これに限らず、接触式の変位測定器を用いることも可能である
。
【００４８】
　さらにまた、上述した実施の形態においては、測定器２１をガラス基板３１の縁部に沿
って移動させるようにしているが、ガラス基板３１を測定器２１に対して移動させるよう
にしてもよい。この場合には、ガラス基板３１を測定器２１に対して移動させる手段とし
て、基板搬送ユニット１０のＸテーブル５４およびＹテーブル５５を用いることができる
ので、測定器２１とガラス基板３１とを相対的に移動させる手段として特別な移動装置を
設ける必要がなく、装置構成を簡略化することができる。なお、この場合、測定器２１は
、支持具等を介して部品実装位置Ｂの近傍に固定的に配置する他、圧着ツール２４に一体
的または着脱自在に取り付けることができる。
【００４９】
　なお、上述した実施の形態において、測定器２１によりガラス基板３１の変形状態を測
定する際には、吸着パッド１２に吸着力を作用させない状態で吸着パッド１２および支柱
１３にてガラス基板３１を支持していてもよいし、吸着パッド１２に吸着力を作用させた
状態で吸着パッド１２および支柱１３にてガラス基板３１を支持していてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明による部品実装装置の一実施の形態の要部を示す図。
【図２Ａ】それぞれ図１に示す基板搬送ユニットの詳細を示す平面図および側面図。
【図２Ｂ】それぞれ図１に示す基板搬送ユニットの詳細を示す平面図および側面図。
【図３Ａ】図２Ａおよび図２Ｂに示す基板搬送ユニットの作用を説明するための図。
【図３Ｂ】図２Ａおよび図２Ｂに示す基板搬送ユニットの作用を説明するための図。
【図３Ｃ】図２Ａおよび図２Ｂに示す基板搬送ユニットの作用を説明するための図。
【図４Ａ】それぞれ本発明による部品実装装置の全体構成を示す側面図および平面図。
【図４Ｂ】それぞれ本発明による部品実装装置の全体構成を示す側面図および平面図。
【図５】図１に示す基板搬送ユニットの変形例を示す図。
【図６】図１に示す基板搬送ユニットの他の変形例を示す図。
【図７】従来の部品実装装置を示す図。
【図８】図７に示す部品実装装置の問題点を説明するための図。
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